Minőségbiztosítás a mikroelektronikában – EET kérdések, témakörök
Félvezető egykristály szeletek legfontosabb geometriai jellemzői, ezek mérési módszerei 
Félvezető alapanyagok legfontosabb elektromos jellemzői (felsorolás, definíciók)

Félvezetők fajlagos ellenállása illetve lemezszerű rétegek négyzetes ellenállása homogén ill. inhomogén adalékolás esetén, Gummel szám

Félvezetők fajlagos ellenállásának mérési módszerei (4 tűs, terjedési ellenállás mérése)

Félvezetők fajlagos ellenállásának örvényáramú mérési módszere

Hogyan lehet meghatározni a félvezetők vezetési típusát (legalább 2 féle módszer)? 

Inhomogén adalékolás mélységfüggésének meghatározási módszerei (ellenállásmérés, C-V mérés)

Mi a tesztábrák szerepe a technológiai folyamat ellenőrzésében? 

Milyen tesztábrák szükségesek a kontaktusok átmeneti ellenállásának és megbízhatóságának meghatározásához? 

Milyen tesztábrák szükségesek a fotoreziszt és marási technológia felbontásának meghatározásához? 

Milyen tesztábrák szükségesek  az illesztési pontosság meghatározásához? 

Mi a „kereszt-híd” ellenállás, és milyen jellemzők mérésére alkalmas? 
Fizikai jelenségek félvezetők felületi tartományaiban, az elméleti (ideális) C-V görbék

Mért C-V görbék kiértékeléséből meghatározható paraméterek, a számítások alapelvei

Optikai felületvizsgálati módszerek félvezetők vizsgálatára

Elektronsugaras technikák félvezetők vizsgálatára

Ionsugaras technikák félvezetők vizsgálatára

Tűs letapogatás felületvizsgálatra (Talystep, atomerő-mikroszkópia), a tű geometriájának szerepe a leképezésben

Termikus impedanciák, a termikus mérések felhasználása a minőség-ellenőrzés folyamatában
Közeltéri mikroszkópiák alapelve, megvalósítási példák (legalább három elrendezés ismertetése).

